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集成电路产业是引领新一轮科技革命
和产业变革的关键力量。2021年，我国芯片
设计企业已超 2800家，但火热的半导体行
业却遭遇人才缺口。

澎湃新闻（www.thepaper.cn）在集成电
路人才状况调查中发现，当前国内芯片人才
总量不足，高端芯片人才稀缺，半导体“抢
人”氛围充斥，企业招人困难。

当下半导体行业的人才流动“往往是一
个萝卜N个坑”，只要人才愿意动身，每个坑
都可以出非常高的价格招人，薪资平均涨幅
大约50%。行业薪酬不断提升，芯片工程师
身价上涨，应届生年薪可达五六十万元。

但中国芯片专业人才缺口预计超 20万
人，高薪挖人并非长久之计，甚至制约芯片
市场平衡。弥补人才缺口非一朝一夕之事，
芯片人才之渴如何解？多久才能缓解？多
位业内人士表示，推进产教融合，产业底层
人才可以快速培养。

而高校、研究所里能够创造出颠覆性新
技术人才的培育，需要创造平等与自由的空
间，每个人都应该具有质疑的态度。大学要
往前走，替产业界穿隧架桥，先探寻与打通
关节，寻找正确的方向和出路，甚至不可避
免地在前面先尝试失败，以淬炼其创造力。

一个萝卜N个坑：芯片人才身价上涨，
应届生年薪可达五六十万元

在boss直聘上搜索芯片设计岗位，大部
分芯片设计工程师月薪在 20000 元以上。
通用智能计算公司壁仞科技招聘 3-5年的
芯片设计工程师，月薪 30000元-60000元。
vivo招聘 10年以上工作经验的芯片设计专
家负责 ISP、多媒体类芯片的SoC设计工作，
月薪50000元-80000元。

应届生招聘方面，从事通信芯片和电
源、电池管理相关SOC芯片研发设计和推广
的芯片设计企业芯跳科技招聘本科应届生，
数字 IC 设计工程师岗位月薪 10000 元-
15000元。而低成本超低功耗物联网芯片研
发企业智汇芯联针对硕士应届生提供的射
频 IC设计岗位，月薪 35000元-55000元，以
此折算年薪大约 42万元-66万元。 当前芯
片人才竞争激烈，启明创投合伙人叶冠泰对
澎湃新闻（www.thepaper.cn）表示，“一个刚
毕业的大学生年薪就可以到五六十万，尤其
是在几个大厂争夺的情况下，这种没有任何
经验的刚毕业的大学生的薪资远远超过了
正常的市场规律，制约了整个芯片市场的平
衡。目前芯片的热潮实在是太大了，这个问
题可能在三五年都不会容易地被解决。”

“应届招聘相对来说工资水平比较透
明，会看得到薪资是一个挺大的范围，但的
确是蛮高的了。”有芯片初创企业创始人对
澎湃新闻（www.thepaper.cn）表示，前两年华
为招聘天才少年，年薪可达 200万元，“这属
于特例。但也有一些比较强的新毕业硕士
生可以拿到一年四五十万薪资，当然也有一
二十万的。这里面有很多细的分工，有些细
的分工领域可能就更低一些。但可以看到
在每个细分领域，过去这几年都在涨，而且
涨得都挺快的。”

氮化镓功率芯片企业纳微半导体副总
裁、中国区总经理查莹杰告诉澎湃新闻
（www.thepaper.cn），薪资倒挂在行业内也变
得普遍，“这是产业发展的必然趋势，跟2000
年互联网蓬勃发展一样，很多高校对半导体
的投入越来越多。”

芯片工程师身价上涨，企业用人成本压
力增加。但西安中科创星科技孵化器有限
公司创始合伙人米磊认为，这样的薪资并不
合理，“以前（薪资）低并不代表现在高是合
理的，以前低也不合理，现在高也不合理。”

2013年，米磊倡导发起早期风险投资基
金中科创星，目前已投资孵化 368家硬科技
企业。他把投资硬科技的这 10年形容为从
极夜到极昼的转变，当下硬科技有多火爆，
当年就有多冷门。特别是半导体领域，刚开
始投资芯片那几年，“芯片人才有 10年没涨
过工资。”

而如今半导体行业热度高，资金涌入。
人才解决方案公司翰德（Hudson）招聘业务
中国区董事总经理宋倩表示，2022年领跑薪
水涨幅榜的职位排名第一的是智能汽车芯
片和先进半导体芯片研发，涨幅50%+；消费
应用程序开发师、大数据科学家、商业智能
分析师涨幅 40%+；智能制造移动机器人研
发涨幅35%+。宋倩预测，“2022年通过跳槽
涨薪最高的是芯片行业，涨幅 50%，这是个
保守的数字，很多人会高过这个数字。”

对于芯片人才紧缺，宋倩表示，这个行

业的人才流动“往往是一个萝卜（指候选人、
求职者）N个坑（指公司）”，“只要他愿意动，
每个坑都可以出非常高的价格招人，薪资平
均涨幅大概是 50%。完全是想动的萝卜来
选，我要哪个坑，我要增加多少收入。”

“今天芯片人才的确是比以前贵了，这
肯定增加了每个企业的劳动力成本。但这
是产业链上的一环，企业成本提高以后，问
题在于生产出来的产品价格会不会提高，企
业还能不能够维持生计？”GPU芯片初创企
业沐曦集成电路（上海）有限公司创始人陈
维良说，芯片人才薪资是否合理不是一句话
的事，这是产业现象，产业会出现波峰、波
谷。“只要这个产业在出现热的时候没有过
热，以至于产生的泡沫最后破裂了，那都是
可以促进行业发展的。”

企业招人“内卷”：芯片人才缺口预计超
20万，创业企业互相挖人

80后张晓雷在半导体行业工作快20年
了。2004年本科毕业后进入了宁波一家半
导体公司担任设备工程师，2008年跳槽到西
安，进入一家研究所刚成立的集成电路生产
线，顺便在西安交通大学念了个研究生，
2016年又加入西安一家光子集成芯片创业
公司奇芯光电，如今是奇芯光电 Fab（晶圆
厂）运营总监。

刚毕业参加工作时，他身边的芯片工程
师大多往新加坡、马来西亚等海外流动，“因
为那边的薪水比较高。”近几年国内半导体
行业火热，张晓雷最明显的感受是薪资待遇
逐渐提高，“国内的薪资待遇现在明显要比
新加坡和马来西亚那边高。”

这也促成海外芯片人才回流，“东南亚
fab的一大批工程师”回到国内。张晓雷说，
他认识的同行中“百分之七八十的人选择回
到国内发展了”。回到国内，“不管是职位还
是薪资待遇都有很明显的提升。”

《中国集成电路产业人才发展报告
（2020-2021年版）》（原中国集成电路产业人
才白皮书）显示，我国集成电路产业正处于
布局和发展期，行业薪酬不断提升，进入本
行业的从业人员增多。2020年我国直接从
事集成电路产业的人员约54.1万人，同比增
长5.7%。

从产业链各环节来看，设计业、制造业
和封装测试业的从业人员规模分别为19.96
万人、18.12人和16.02万人。预计到2023年
前后全行业人才需求将达到 76.65万人左
右。

而《中国集成电路产业人才白皮书
（2019-2020年版）》显示，我国集成电路人才
在供给总量上仍显不足，到 2022年，芯片专
业人才缺口预计超20万人。

一位投资界的业内人士告诉澎湃新闻
（www.thepaper.cn），当前国内芯片人才总量
不足，半导体“抢人”氛围充斥，企业招人困
难，“花了大量钱在猎头费上。”

过去几年，芯片领域融资屡创新高，“但
所有这些公司第一件事都是招人，这类企业
在招人时是全方位缺人的，因为它除了钱和
领军人物之外，整个团队都要搭建。”宋倩对
澎湃新闻（www.thepaper.cn）表示，尽管芯片
行业有工程师红利，但当这个领域有大量需
求时，芯片人才还是市场争夺的对象。

以近两年翰德接触到的芯片设计公司
为例，这些企业对薪资在20万元-40万元的
中层人才需求量很大，“在浦东的某些楼里
全都是这样的公司，他们都在找这样同类的
人，需求量很大，需求量还是大过市场的供
给量。”

张晓雷目前正在招聘光刻工程师，4个
月下来面试了不下 50人，有些求职者不合
适这份工作，有些最终没有考虑这份工作。

通用智能计算芯片初创企业此芯科技
（上海）有限公司创始人孙文剑也感受到了
人 才 竞 争 激 烈 。 他 对 澎 湃 新 闻（www.
thepaper.cn）记者表示，在芯片设计公司，芯
片人才可以分为架构设计、芯片设计等。芯
片设计又可以分为验证人才、DFT（可测性
设计）人才、后端人才。例如架构师对芯片
架构的定义并不是简单把几个模块组合在
一起“形成一个果盘”，而是需要有深厚的背
景知识，了解怎么定义其中的 IP核、功耗、安
全性、带宽。

这些工程师的背景知识并不相同。孙
文剑表示，“当我们说人才总量的时候，还得
区分这些总量里面有哪些是某一个细分领
域的人才，而每一个公司几乎都需要这样的
人，这就导致人才在目前环境下确确实实发
生了太多内卷。”

此芯科技从事高性能ARM架构CPU芯
片研发，而一个验证师可以选择从事GPU、
GPGPU、CPU企业的工作，“有些工作是通用
的，这就会面临跟其他公司的人才竞争。”

“现在中国市场非常热，有很多芯片公
司，比如做CPU、GPU和DPU的等等，对我们
市场的消耗很大。”从事高性能可编程以太
网交换芯片研发的高端网络芯片初创企业
云合智网创始人曹图强同样对澎湃新闻
（www.thepaper.cn）记者提到，国内开发工程
师和验证工程师较为缺乏，优秀架构师人才
也稀缺。

后摩智能研发基于存算一体技术的大
算力AI芯片，这家芯片初创企业创始人吴
强曾对澎湃新闻（www.thepaper.cn）表示，行
业内验证人才紧缺，价格甚至高于设计人
才，创业企业互相挖人。但这是暂时的，两
年内会趋于理性。

而孙文剑认为，创业公司的高工资、高
期权并非一定能吸引员工。工程师越来越
理性，眼光越来越远，不再只是看中加入一
家创业公司，拿两三年高工资，而是希望伴
随公司成长，能成为未来 10年甚至更长一
段时间自己的舞台。“这也是跟前几年不一
样的地方，一些工程师的认知在变得越来越
深刻。”

“芯片发展从 2000年到现在已经 20多
年了，以长三角为基础出现了很多 IC设计、
封装人才，基本上都在上海、苏州地区，这里
原来是外资企业的研发总部，包括封装的工
厂都设在这个地方，是培养中国半导体的摇
篮。”查莹杰说。

实际上，上世纪 50年代末 60年初我国
就有了半导体产业，当时的发展几乎与世界
同步。随着与世界的差距拉大，直到 2000
年以后以中芯国际等企业的创办为开端，民
营半导体企业从零开始成长。

特别是 2005年VC（风险投资）出现后，
半导体企业大批量增加。2014年国家集成
电路大基金出手，中国半导体行业迎来复
苏。而中美贸易摩擦与科创板的设立催生
了国产化 2.0时代，助推形成真正的半导体
投资和创业热潮。

芯片设计企业的大量增加也意味着对
IC设计人才的需求量急剧增加。“IC设计企
业最大的成本就是人。”芯片设计公司澜起
科技股份有限公司（688008）公共事务部负
责人宿志玲去年 3月表示，全国每年毕业的
优秀 IC设计人才可能只有1000-2000人。

叶冠泰认为，一般来讲，“有五年经验才
能真正开始做一些比较有意义的设计工
作。现在已经有这么大的缺口，未来我们加
大半导体专业大学生的入行，至少还需要五
年时间。”

元禾璞华投资会主席陈大同从上世纪
70年代开始进入半导体专业学习至今，已经
和半导体打了 40多年交道。陈大同更为乐
观，他并不担忧中低端半导体人才。“短期中
低端人才我估计顶多有个两三年时间就能
解决，这是一个暂时现象。”

“中国真正缺的是高级人才。”陈大同将
高级人才分两种，一种是企业里的高级研发
人才，这种人才需要针对产品定义从芯片架
构、算法等方面解决问题。

陈维良打了个比方，企业的人才分布就
像一座金字塔，而芯片设计企业往往两方面
人才都缺，目前行业普遍存在的问题是人才
总量不够，那么金字塔就不可能很高很大。
而更重要的是缺乏金字塔塔尖上的人才。
2800多家芯片设计企业里，每家企业都需要
带头人，仅从底部垒起人才金字塔，缺乏塔
尖人才，这对企业竞争力有极大限制。

经验积累相对不多的底层芯片人才可
以快速培养，“假设今天我们缺 30万人，但
今年有 10万人进入到这个行业，两年以后
这 10万人都变成有两年工作经验的人了。
但是塔尖上的人要经过 10年、20年才能培
养起来。”陈维良表示，从塔底慢慢爬到塔
尖，人才培养不能光靠“喊”，更重要的是产
业积累。

陈大同认为，企业里的高级研发人才短
缺会随着企业发展在几年之内得到解决。

“我们最终缺的人才是真正的创新型、研发
型人才。”也就是陈大同所说的第二种高级
人才：高校、研究所里能够创造出颠覆性新
技术的人才。

陈大同说，这类人才创造的新技术能让
人眼前一亮，也许当下无用，但未来能成为
突破性的技术。比如知名半导体专家施敏
是闪存技术的发明人，他发明的非挥发性半

导体存储技术被广泛应用于手机、笔记本电
脑、IC卡、数码相机及便携式电子产品中。

“从他提出这项技术，到最后用在生产中造
成巨大影响力，花了 20年时间，这种理论创
新不得了。”

弥补人才缺口非一朝一夕：推进产教融
合，大学要替产业界穿隧架桥

2020年 12月底，集成电路正式被设置
为一级学科。近年来，一些高校加快建立集
成电路学院。去年 4月，清华大学集成电路
学院成立，加快培养集成电路紧缺高层次人
才。去年 7月，华中科技大学宣布未来技术
学院、集成电路学院揭牌成立，北京大学集
成电路学院举行成立仪式。

集成电路产业遭遇人才之渴，在高校供
给端，市场所需的芯片人才如何培养？研究
所里能够创造出颠覆性新技术的创新型人
才又该如何培育？

复旦大学微电子学院副院长周鹏告诉
澎湃新闻（www.thepaper.cn），当前集成电路
人才供给主要面临结构性失衡、人才流失、
产教融合待提高三大短板。结构性失衡中，
高端领军人才和创新型人才缺乏。

但弥补几十万人才缺口非一朝一夕之
事。当下为了解决芯片产能问题，需要专业
的技术型人才；为了攻克“卡脖子”难题，也
需要创新型人才。周鹏说，无论哪种培养，
都需物理、化学、材料、电子、工程等知识。

要根本上解决人才问题，还需要政府、
高校、企业长久的共同努力。周鹏表示，当
前高校人才培养计划和内容，跟企业对人才
知识结构的期待仍有差距，并且毕业生的实
操能力和实际工程经验匮乏，这一问题在工
艺领域更明显。

重设计、轻制造是当下集成电路教学中
存在的问题。中国工程院院士、浙江大学微
纳电子学院院长吴汉明翻看了一些教材发
现，90%的教学内容是设计，但制造也是集
成电路产业重要一环。一名成熟的工艺工
程师，培养周期起码需要3-5年。

高校与产业界存在一定隔阂，周鹏建
议，高校和企业之间加强联系，企业为学生
提供更多实习机会和前沿项目，高校围绕工
程实践需求，针对性地教育改革，加强人才
实践能力。同时，公司向高校阐明技术难点
与需求，高校设定科研目标并根据成果对公
司给予建议与指导。

正如 2020年 10月，南京江北新区联合
企业、高校等共同成立的南京集成电路大学
揭牌，它更像一个衔接高校和企业、推进产
教融合的开放平台，以面向产业人才为定
位，解决当前集成电路人才培养难点，促进
地方产业发展。

孙文剑表示，工程师的成长需要经历一
个阶段，很难单纯将学校学的知识马上在工
作中发挥出来。因此需要培养学生快速融
入公司、快速上手。过去几年一个好现象
是，很多学生即使在学校学习阶段，也参与
了很多工程设计，不管是来自导师的项目还
是自己的实习，他们不单单只专注于书本上
的学习。“这部分学生的比例过去几年很明
显越来越多，这样上手时间就会大大缩短。”

对于高校、研究所里能够创造出颠覆性
新技术人才的培养，周鹏表示，高校第一步
应设计系统化的半导体课程以保证学生们
扎实的知识储备，更重要的是培养学生解决
问题与广泛讨论的能力。

“老师们应引导学生们发散思维，不局
限于现有框架的束缚。鼓励他们保持好奇
心、多提问、多尝试。突破常规是科研的常
态。”周鹏说，关键要创造平等与自由的空
间，在科研讨论中不分老师学生，每个人都
应该具有质疑的态度。“有的时候，许多振奋
人心的突破正是源自于这样多角度、深度的
讨论当中。”

“如果你已经知道这是一个急需的市
场，它已经搞得轰轰烈烈、又热又闹了，这个
时候应该想想怎么走在前面。如果大家都
做 3nm、2nm，你再去追赶 3nm、2nm，等你赶
到的时候它可能已经是 1nm以下了。”美国
工程院院士张懋中曾向澎湃新闻（www.
thepaper.cn）解释大学的意义。

张懋中也是新竹交通大学的第 11任校
长，2019年从校长位置上退休后回到洛杉矶
加州大学任教。他强调，今天研究型大学很
重要的价值在于“发明未来”，而不是救产业
燃眉之急。大学要往前走，替产业界穿隧架
桥，先探寻与打通关节，寻找正确的方向和
出路，甚至不可避免地在前面先尝试失败，
以淬炼其创造力。
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